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【研究背景】 

 近年、大規模集積回路の微細化によって、

扱う信号の高速化が進んでおり、その高速化

の為に回路遅延の改善が必要となっている。

よく大規模回路に組み込まれるコンパレータ

は、電圧を比較し、結果を出力する電子回路

である。また半導体装置全体の回路規模の増

大化しており、各回路の小面積化が求められ

ている。 

【研究目的と研究内容】 

以上の背景を受けて、定常電流が流れない小

型低消費コンパレータであるダイナミック・

コンパレータを作成し、評価することを目的

とする。その為にダイナミック・コンパレー

タのレイアウトを設計し、VDEC(東京大学大

規模集積システム設計教育研究センター)を

通してチップの試作を行う。そしてチップを

測定し、ダイナミック・コンパレータの評価

をする。 

【設計、評価方法】 

  図１において、設計回路のトランジスタ

M5,M6,M9,M10 は CMOS ラッチ回路、

M7,8,11,12はラッチ回路を起動するためのス

イッチ回路、M1,2,3,4は差動入力回路を構成

している。なお、それぞれのトランジスタの

サイズ比は、M1～４＝7.5W/L。M5～M8＝

15W/L、M９～M12＝30W/Lである。図 1の

レイアウトを図 2に示す。図 1の回路にVinp1

に振幅 0.6Vの SIN波の電圧をかけ、Vinp2、

Vinn1、Vinn2 には一定電圧をかけその出力

を観察し、評価を行う。 

 

 

 

 

【結果】 

 図 3 に本研究で試作したダイナミック・コ

ンパレータの入出力を示す。入力 Vinp1の電

圧に比例して Vout+と Vout-の比較が行えて

いるのが図から確認できた。よって設計回路

は研究目的の製作を達成したといえる。しか

し、遅延時間がシミュレーションより大幅に

増えていた事も確認できた。原因として、レ

イアウトと測定の際用いられる PAD をつな

ぐ配線の長さと幅に統一性が見られずに、回

路に比べはるかに長いことが考えられる。 

【結論】 

 本研究では、動作するダイナミック・コン

パレータを設計することができた。しかし、

設計段階で配線の長さなどを考慮する点が不

十分であった。 
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図 1、試作回路構成   図 2．レイアウト 

 

図 3、測定結果 


